
产品特点:
* 高寿命、高防潮、高防水、抗UV;
* 表面哑光技术，独特面发光，光线柔和，解决炫目问题;

* 独特点胶工艺，表面平整，角度大、一致性好;

产品应用:
最佳适用于全户外P3-P4全彩LED显示屏。

技术数据表:                                         
极限参数(Ta=25°C):

* 反向电压仅限于测试，不能在工作中持续加载，否则会损坏LED灯。
* 总功率是指红、绿、蓝一组灯中2个颜色灯或更多颜色灯同时点亮的功率之和。
* 脉冲电流条件:脉冲宽度≤10毫秒和脉冲占空比≤1/10。

光电参数(Ta=25℃)：

* 实际出货的亮度和波长数据具体参考产品包装标签。

* 亮度分档比例:1:1.3，测量误差±10%。

* 波长分档: 红光5nm/档;

                             绿光3nm/档;

                             蓝光3nm/档。

* 波长测量误差±1nm。

* 电压测量误差±0.1V。
* 常规出货默认每张屏一个档位，特殊规格需提前沟通。

封装外观尺寸:

备注：
* 所有尺寸以mm为单位。

* 未注公差±0.1mm.



研发测试项目条件

包装尺寸及规格 
最小包装:8000颗每盘。

390mm
390mm

185mm

400mm

405mm
405mm

内箱

外箱

* 标签标识说明,以出货产品标签标识参数为准。
* 包装箱规格: 内箱（L390mm * W390mm * H185mm）；
             外箱（L405mm * W405mm * H400mm）

* 总重量: 13kg±0.5kg。

产品标签含义:

标识

尺寸

标识

尺寸

A0

-

T

0.22±0.03

B0

-

E

1.75±0.10

K0

2.10±0.10

F

3.50±0.10

P0

4.00±0.10

D0

1.50±0.10

P1

4.00±0.10

D1

1.00±0.10

P2

2.00±0.10

W

8.00±0.10



* 如需返修，必须事先确认LED器件正常后再返修;焊接时须严格控制时间、
  温度，参照“手动焊接作业”。
* 回流焊接只能进行1次。

手工焊接作业:
* 烙铁温度低于310°C，焊接时间不超过3秒。 
* 烙铁不能接触到LED灯环氧树脂和PPA部分。 
* 焊接完毕后，要让LED冷却至室温方可包装。

静电注意事项:
* 电子元器件对静电非常敏感，所以必须避免静电，设法消除一切可能出现的
  静电源。
* 作业环境防静电措施:
  铺设防静电地板、且有接地消散系统，表面电阻率:10 ^6-10 ^9/cm2 。

静电敏感器件应在防静电工作台上操作，防静电工作台应铺设防静电台布并 
接地。 

  静电敏感器件使用过程，应开动直流式离子风扇，且在离子风扇的有效范围 
  內(一般距离不超出 60厘米)操作。 
  静电防护区的相对湿度控制在45-60%RH之间。 

工作区域需有良好的防静电接地系统，将人体、设备、电源相互隔离，单独 
入地。静电保护区内应使用防静电器具。

* 焊接用的烙铁(建议用直式恒温烙铁)和使用的测试仪器要接地良好。

声明
* 汇涌进光电(浙江)有限公司保留产品规格书的更改权，若有更改另行通知! 
  客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和准确。
* 任何LED封装产品在特定条件下都具有一定失效或发生故障的可能性，买方
  有责任在使用汇涌进光电(浙江)有限公司的产品进行方案设计和产品制造时
  遵守相关安全标准，并采取相应安全措施，以避免潜在风险可能造成的相应
  损失的情况发生。
* 在存在于硫化氢(基于硫化氢的气体)的区域(例如温泉和火山区)，在盐含量
  丰富的地方(如沿海地区)，寿命可能会缩短。
* 因为LED内部可能浸入水分，所以在显示屏设置后或者长期未使用，第一次 
  驱动时，不让LED功率达到100%，先让功率加到20%点亮2H以上，然后再缓
  慢增加功率，让LED逐渐适应。
* 通常LED的反向漏电流都很小，不会影响正常使用。如果LED长期遭受超过
  其所承受的反向电压冲击时，LED会被损伤，例如，反向漏电流会迅速变大
  等。这样会引起显示屏零灰度下串光的发生。在设计中，建议不要设置反向
  电压。
* 产品提升永无止境，我司将竭诚为客户提供更优秀的LED封装产品!

编码识别方法:
J T - S    1921   O  S  H  C   P
          ①       ②   ③ ④ ⑤ ⑥  ⑦ 

① 代表产品大类分类:

 S代表SMD系列产品。

② 代表产品规格尺寸分类:

SMD 5744RGB 系列代码为 5744；
SMD 3535RGB 系列代码为 3535；
SMD 2727RGB 系列代码为 2727；
SMD 1921RGB 系列代码为 1921；
SMD 1515RGB 系列代码为 1515；
SMD 3030RGB 系列代码为 3030.

③ 代表产品使用环境分类:

 户内系列代码为I = indoor； 户外系列代码为O = outdoor.
④ 代表支架PPA或支架外观颜色分类:

B代表全黑壳支架;W代表白壳支架;S代表四周刷墨支架;G代表灰壳支架;

F代表阻燃支架。

⑤ 代表产品亮度分类:

H代表高亮度产品;N代表普通亮度产品;C代表高对比度产品。 

S代表超高亮度产品。
⑥ 代表产品封装胶体颜色分类:

W代表无色透明胶体;C代表白色雾状胶体;B代表黑色胶体。

⑦ 代表极性: 

 P代表共阳极性;N代表共阴极性。

使用注意事项:
存放条件:

* 密封包装袋储存条件为温度≤30°C，湿度≤60%RH，密封保存期为6个月。当

  超过保存期时，需返厂处理，我司确认是否可以正常使用。

拆包使用注意事项:
* 打开充氮气包装袋:

  确认湿度卡，湿度卡判定如下:正常为淡蓝色;“>30%RH”处为淡红色， 此包

  材料需要重新烘烤，烘烤条件详见“烘烤注意事项”;“>40%RH”处 为淡

  红色，此包材料需返厂处理，我司确认是否可以正常使用。 打开包装袋后应

  立刻标识开包日期和时间信息，开包后24小时内用完，车间环境条件要求温

  度≦30°C，湿度≦60%RH。
 

* 已开封原包装，24小时内无法上线焊接产品应采用重新抽真空包装再使用。

烘烤注意事项:
* 烘烤步骤如下:

  取出LED或LED卷盘，LED可在原始卷盘上进行烘烤。 将LED或LED卷盘放

  进60°C±5°C的烤箱烘烤24小时，烘烤过程中开烘箱的次数低于3次。

  烘烤完毕后24小时内进行回流焊。

* 切勿在高于70°C的环境中烘烤LED卷盘。

回流焊焊接注意事项:
* 在焊接前应遵守供应商的规范准备和清洗，然后将LED焊接到PCB板上。

* 焊接方式以回流焊方式焊接在PCB板上，在回流焊炉内完成，请严格遵守回

  流焊温度曲线进行。

* 焊接完毕PCB如需清洗需待LED冷却到室温后作业。

* 焊接过程严禁任何机械压力施加在产品上，使用中产品顶部严禁施压。
* 回流焊最高温度不超过240°C±5°C;持续时长不超过10S。
*  已拆包烘烤过的材料24小时内完成回流焊贴片生产工序;车间环境条件要求

  温度≤30°C,湿度≤60% RH.
* 已拆包烘烤过的材料24小时内未能使用完毕，应采用我司“上机前烘烤步

  骤”进行烘烤，抽真空储存;下次使用时，拆包按照我司“上机前烘烤步

  骤”再次烘烤使用。

焊锡条件:


